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— ^^^^^ AND METHOD OF PRODUCING A SMART CARD 

I £ Lhnung: CHIPKARTE, VERB— UND VERFAHREN ZUM HERSTELLEN B^R CHIP K ARTE 

on a nSule being insert into a recess (24) to t \^^SZS^ SThtS^ « 23) such that > *£<~~£ 
feature of the invention, during the milling-out of the recess, a ^ ^ ^ feature, the required electric^ contacts 

provided between the module and induction or * heat-sealing or fusion adhesives. Furthermore, the adtasive 

» produced by soldering and the ^.^^fS ft made, such that the necessary electrical contact is brought 

- - — — — - — " 

contactlcss data-transmission. 

(57) Zusammenfassung . 

Die Ernudung betrifft eine Chip^eine ^ = «^^ 
auf einem Modul befindlicher Hableiterchip in eine Ausnehmung (24 ernes *^™f^7 usnehmung ein Abschnitt von Kontaktbumps 
V«bS.remgeaeW winL GemaB einem ersten Aspeh^rt I Wj f^S^jSSLamf^ 00 ennoglichen. GemaB emem 
frrieeleBt (22. 23). die eine sicheie Verbindung ***** "Modul ™* Rontakte durch HeiB- oder Schmelikkber 

wobei ^» bei der Ve^ndung 

realisiert. DarOber hinaus wild vorgeschlagen. det i Kleber «*«™»»!? ' ausbndet . GemlS einem vierten Aspekt wird ein speaieller 
die eine Antenne zur kontaktlosen Datennbertragung bilden. 
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pogr-hT-eibunq 

Die Erfindung betrifft eine Chipkarte, eine Verbindungsanord- 
nung und ein Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte. wobe, 
ein auf einem Modul bef indlicher Halbleiterchxp in exner Aus 
nehmung eines Kartentragers unter Erhalt einer elektrxschen 
und mechanischen Verbindung eingesetzt wird. 

Chipkarten fur die kontaktbehaf tete, aber auch ko nt^e 
d h induktive Datenubertragung weisen e.nen mit dern Karten 
korper verbunden Chipkarten-Modul auf, der einen auf exnem 
Kunststofftrager befindlichen Halbleiterchip umfafct, welcher 
bei kontaktbehafteten Karten mit einem galvanisch erzeugten 
Kontaktfeld verbunden ist. In einem Kartenlesegerat werden 
diese Kontaktflachen elektrisch abgetastet, so da* die erf or 
derliche Kommunikation moglich wird. 
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Bei kontaktlos, induktiv arbeitenden Systemen erfolgt die 
Datemibermittlung durch elektromagnetische Wechself elder, 
mittels wenigstens einer in der Chipkarte bzw. im Kartentrager 
angeordneten Induktionsspule oder Antenne. 

Bei sogenannten Kombikarten sind beide erwahnten Systeme in 
einer Karte vereint . Die Kombikarte verf ugt demnach sowohl 
uber ein Kontaktfeld fur die kontaktbehaf tete Ubertragung als 
auch viber einen induktiv koppelbaren Kontakt. Hierfur ist es 
erforderlich, neben den elektrisch leitenden Verbindungen vom 
Halbleiterchip zum System fur die kontaktbehaf tete = gung 

auch Verbindungen zum System fur die induktxve Datenubermitt 

lung herzustellen. 

Bei einen, bekannten Verfahren zur Herstellung einer ^ipkarte, 
In besondere solcher, bei der sowohl Mittel zur 
Datenubertragung als auch die erwahnte galvamsche Kontakt 
e :ene vorLren ist, wird in einen Kartenk5rper ein Modul 
eingebracht, welcher einen IC-Chip umfaSt. 

D er Modul wird in eine Ausnehmung im «"*f^ t £^ 
* Fuaen od.dgl. mit dem Kartenkorper unter Erhalt 

tl: - ****** 

laminiert . 

u- .irictrisch leitende Verbindung zwischen Modul und 

Erne elektrisch leite be findlichen Kontakten, 

Kartenk6rper bzw. auf dem KartenKorpej. 

STS dar induktionsspuie in V.rbindung stahan. «^ " 

^aisweisa dadurch austanda. da B ein anUotropar 

KlebatoH i. Baraich der Anschluaaaaiien -d/o*« ^ ™ 

— - r^ntrr^ro ta 

^"^2::^ so wait verdict ader k^i- 
re" »itd. daa eine arisen laitanda Brucke anasaaha. 

Xa, Paiie ainaa K iaos t o f£ as »ia iaitandan ™^J^l 
,1,0 dazu daS die Partikal im Baraich av.!S=han dan ftnschiu 
stell- JZ* * ^taktXosa Baaanaberaragung 

eich beruhran. wodurch dia iaitanda Varbindung resuiaxert. 
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Die bei der Herstellung von Chipkarten verwendeten Module 
greifen in der Regel auf einen Kunststof f trager zuruck, auf 
dem das eingangs erwahnte IC-Chip ggfs. mit ISO-Kontaktf lachen 
versehen angeordnet ist. Das so vorgef ertigte Modul wird mit 
dem Kartentrager, der z.B. aus Polycarbonat bestehen kann, 
verbunden. Dieses Verbinden bzw. das Einsetzen des Moduls in 
den Kartenkorper in eine z.B. gefraste Ausnehmung erfolgt 
ublicherweise unter Ruckgriff auf ein Klebeverf ahren bei 
Verwendung eines HeiS- oder Schmelzklebers . 

In dem Falle, wenn die Kombikarten, die sowohl zur kontakt- 
losen als auch zur kontaktbehafteten Verwendung geeignet sind, 
oder kontaktlose Karten hergestellt werden sollen, muS eine 
weitere Kontaktebene mit AnschluSstellen fur die Induktions- 
schleife bzw. die Induktionsspule vorgesehen sein. 

Es sind Chipkarten bekannt, bei welchen im Kartenkorper eine 
aus Draht gewickelte Spule vorgesehen ist, deren Ende mit 
Antennenkontakten des Chips bzw. seines Tragers verbunden 
sind. Diese Gesamtanordnung ist im Kartenkorper eingegossen, 
wobei die Herstellung technologisch sehr aufwendig ist. 

Daruber hinaus wurden bereits Chipkarten vorgestellt, bei 
welchen die Antenne aus einer Antennenschicht herausgeatzt 
wurde, wobei die Antenne Chipkontakte aufweist, welche uber 
einen leitenden Kleber mit den Antennenkontakten des Chips 
bzw. seines Tragers verbunden sind. Bei der Herstellung des 
Kartenkdrpers werden die Chipkontakte viber eine entsprechende 
Ausnehmung in einer auf die Antennenschicht aufgebrachten 
Deckschicht freigelassen, was die Herstellung ebenfalls 
aufwendig macht . 

Bei erhabenen Anschlufistellen, die sich auf der Oberflache des 
Moduls und/oder auf der Oberflache oder an den Seitenf lachen 
der Ausnehmung des Kartentragers befinden, kann eine Verkle- 
bung von Modul- und Kartentrager mittels der Herstellung der 
elektrisch leitenden Verbindung in einem einzigen Arbeitsgang 
durchgefiihrt werden. 
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rfeft das erforderliche Temperatur- 

saharals auch .achanischar Varbindungsn angen Tolaranzan 
scher als auc optima i e „ varfahrsnsparamatarn 

unbarUagt, s da* be ^ lter ^ reduliert 

as » dar >b«assungan und dar plastischsn 

1St ' kaftan das »!dul S sowia das Kartantragsrs zu Vsrwin- 
Eiganschaftsn das wo ^ poige von 

dungan und Suvsrlassigkeit «. 

Kontaktst6rungen und damit geringa 

Aufaaba dar Erfindung, aina Chipkarta, ain Ver- 
E \ HarstaUung einsr cbipkarca sa»is aina varbin- 

fahrsn zur Herstall g Herst ellungsvar£ahren anzu- 

cs^. k r;r — s^rjr^r ■ 
^rr^ri—nda d « 

geachaffenen Chipkarte gewahrleistet . 

* a ,€aabe der Erfindung erf olgt mit einer Chip- 
Die Ldsung der Aufgabe der H erstellungsverf ahren, 

definiert sind. 

Aapekt der Erfindung wird eine Antennen- 
GemaS einetn ersten Karte n m a t erial eingebaut, 

schicht zunachst ^"^^ verdickte Abschnitte auf- 

wo bei die ^T^Z^^ - bisher 

weisen, da* bei dem zur Ausne htaung fur den 

dann mit den Antennenkontakten des Chips 
5 leicht verbindbar sind. 

u x„m k6nnen auf verschiedene Weise 
Die verdickten ^ ^^^eise .6glich f einen 
hergestellt werden. Es is P chen Badern zu 

selektiven Auftrag von Material in g 



PCT/EP97/01256 

WO 97/34247 

5 

erzeugen. Vorzugsweise werden die verdickten Abschnitte jedoch 
aus Lot, insbesondere aus Weichlot gebildet. Dies kannbei- 
spielsweise in der ublichen Art und Weise geschehen dxe bex. 
Verzinnen von gedruckten Schaltungen angewendet wxrd, also 
z B durch Fuhren der Antennenschicht fiber einen Lotschwall 
bzw eine Schwallbadl6teinrichtung, wobei dann nur die Kon- 
takte unabgedeckt sind. Bei einer anderen Ausfuhrungsf or. der 
Erfindung werden die Chipkontakte ndttels bekannter Lot- bzw. 
Bond.aschinen bearbeitet, wobei .an ggfs. auch einen kurzen 
Dr aht innerhalb des L6t-"Hu g els« stehen laSt, der bex der 
spateren Verbindung .it den Antennenkontakten exnes Chxps bzw. 
dessen Tragers von Vorteil sein kann. Wesentlich xst hxer 
lediglich, da* die Verdickung so hinreichend stark xst da^ 
hex. spateren Ausfrasen der Aufnah.evertiefung fur den Chxp 
bz w. dessen Trager trotz ausreichender Frastoleranz dxe 
Chipkontakte sicher freigelegt bzw. gebildet werden k^ 
W enn .an hierbei davon ausgeht, da* die Antennensc hxcht exne 
Tragerdicke von etwa 200,, und eine Kupf erschxcht von etwa 
35,™ aufweist, so ware diese Kupf erschxchtdxcke bex den 
vorgegebenen Frastoleranzen von etwa 20 bis 30,. nxcht 
einlndfrei und sicher freizulegen. Wenn .an D edoch exne 
verdickung von 100 bis 200,. durch L6t-Auf trag vorsxeh und 
einen derartigen Bu. P bildet, so ist es leicht ersxchtlxch 
da* dann ein sicheres Anfrasen trotz der 

r anzen .6glich ist und dabei gleichzeitig sicherges e It wxrd. 
da* die sehr dunne Kupf erbeschichtung der Antennenschicht 
nicht beschadigt oder verletzt wird. 

Es war zwar bisher ublich, derartige Antennenschichten .it 
ihre. auf der Oberf Uche liegenden Relief aus geatzten 
Leiterbahnen in Karten.aterial einzubetten. Da* der nun.ehr 
he chrittene Weg tatsachlich zu. Erfolg fuhrt und derartxg 
starke Verdickungen von 100 bis 200,. ohne wexteres xn dxe 
N or.-Karten .it einer Gesa.tdicke von 760,. * SO,, exnbettbar 
sind, ist ausgesprochen uberraschend . 

Die Antennenkontakte konnen .it den Chipkarten durch eine 
Vielzahl von elektrischen Verbindungsvorgangen verbunden 
werden, was spater naher erlautert wird. Es sex hxer 
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beispielsweise an SchweiSen oder Kleben mittels elektrisch 
leitender Kleber erinnert. Vorzugsweise geschxeht dxe 
Verbindung jedoch durch Loten, was technologist einfach zu 
handhaben ist und dabei gleichzeitig besonders haltbare 

r^rt Dies ailt insbesondere dann, wenn dxe 
Verbindungen liefert. Dies gut 

Fertigungen der Chipkontakte aus Weichlot bestehen. 

Besonders gunstig fur den Anwender oder auch den programtnie- 
^n HersTeller der Cnipkarte ist die Anordnung dan. wenn 
der Chip bzw. sein Trager auf seiner der Antennenschxcht 
Tgewandten Seite zusatzlich Kontakte zu. *^J£^' 
behafteten) AnschlieSen aufweist. Eine derart ausgebxldete 
Karte die sowohl kontaktlos als auch kontaktbehaf tet benutz- 
bar ist kann beispielsweise bei. Hersteller uber den dxrek- 
Z Tontaktbehafteten Zugang progra^iert und dann vo. 
Benutzer auch nur noch kontaktlos verwendet werden. 

Vorzugsweise u.faSt der Kartenkorper g«ift de, ersten ^ pek t 
der /.indung 

die f ^Tel" — - 

T hzeitia auf selbst dann, wenn sich die Verdickung auf 
I I Kar ten ^nseite nach de. Zusa^enla.inieren abzeichnet, 
der ^rtena ^ ^ ^ dies 

was bex exner fertxge ^ Chipkontakte 

unschadlich, da genau der Berexcn, 
liegen, spater abgefrast wird. 

B ei einer decent sprechenden Ausfuhrungsf or. der 

^ rhio einen Trager mit kartenaufcensextxgen Kontakt 

7£lTJt lo£r*ie Antennenkontakte von Durchkontaktie- 
l auf wob mit entspre chenden galvanx- 

i systemen Verwendung fxnden. 

Bei einer weiteren Ausfuhrungsfom, gema* dem ersten Aspekt der 
Bex exner wex y ^ karteninnensei - 

Erf xndung xst der Chxp ^tennenkontakte 
tigen Kontaktf lachen angebracht, so da* 
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direkt auf den Chipkontakten zu liegen kommen. Um nun ein 
Verl6ten der Kontakte miteinander zu ermoglichen, ist es von 
vorteil, wenn das Tragermaterial fur die Kontaktf lachen des 
Chips in den Antennenkontaktbereichen fortgenommen ist, so da* 
nach auSen geoffnete Bereiche uber den Ruckseiten der Anten- 
nenkontakte liegen. Dadurch sind die Kontaktf lachen von aufcen 
zuganglich, um Werkzeuge, insbesondere solche zum Erwarmen auf 
die Antennenkontaktruckseiten drucken zu k6nnen. Es ist auch 
moglich. mittels Inf rarotstrahlung , insbesondere durch exnen 
Laser, die Kontaktf lachen zum Zweck des Lotens zu erwarmen. 

Bei einem wie oben erlauterten beidseitig beschichteten Trager 
fir den Chip kann wieder ein kontaktloses ebenso wie ein kon- 
taktbehaftetes Zusatzgerat verwendet werden, um die Karte zu 
programmieren bzw. in Benutzung zu nehmen. Auch in dxesem Fall 
1st jedoch wichtig, da* im Bereich der Antennenkontakte exne 
WarmeObertragung zum Verl6ten der Antennenkontakte mit den 
Chipkontakten stattfinden kann. Hierzu sind wieder Ofnungen 
im Trager bzw. in den auf ihm angebrachten Kontaktf lachen xm 
Bereich der Chipkarte vorgesehen. 

Das erfindungsgemaEe Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte 
gemaS dem ersten Aspekt der Erf indung umfafit die folgenden 
Schritte : 

Auf eine Antennenschicht wird eine Antenne mit Chipkontakten 
Z um AnschluS eines Chips gebildet . Es sei hierbei beton : daE 
unter dem Begrif f "Antenne" eine Vielzahl von solchen Struk- 
turen zu verstehen ist, welche zur Bildung von Zusatzfunk- 
tionen m6glich sind, die erganzend zu denen des Ch.ps 
gewunscht werden und die mit dem Chip uber dessen Trager 
verbunden werden mussen. 

I. einem nachsten Schritt werden auf den C ^^2n 
dickte Abschnitte gebildet. Dies kann durch alle moglxchen 
elektrochemischen Verfahren, durch Auf tragsschwexSen oder auch 
durch den Auftrag von leitenden Kunststoffen geschehen. 
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!„ ainan nacnstan schritt wird ein Karcan>c6rpar derart gabil- 
dat daE die antennanschioht und die chipkontakte emschUeB- 
Ucn der verdicuten *bs=bni t te von Kar.eneaterial bedecKb a.nd 
und ndt diesem fast varbundan werdan. 

I» Kar«nK6rper wird aina Auanehmung darart gebUdet. da* dia 
« r dt^an >L=bni«e .nindestens teiiweiae abgetragen und 
dadurch freigelegt werden. 

Ein Chip, u.fassend einen Trager .it ^ in 

Verbindung der Trager-Leiterstrukturen mxt der Antenne 
die Ausnehmung eingesetzt. 

Die Antennenkonta.te warden It dan CbipRonta.tan varbundan. 

Das Bildan dar Antenne aus der Antennenschicht gascbiaht vor- 

.„ ^inem A tz- oder Schneidvorgang . 
zugsweise in einem At.^. 

« -^ai auf die Chipkontakte wird vorzugs- 



nomroen . 



A.. KartenMirpers geschieht vorzugsweiee mittels 
Dia BUdung das KartanKOrp g MteIm enachi=ht zwischen 

einae ^-""""^f^^rt wird. Unter De=*3=hi=ht ist 
^V^"*! n^e- nUan. Struktur zu ver- 
h r r h da darartiga Schichtan wiederu* B eist ainan eehr- 
stehen, da derarcige elswe i B e ein Aufdruck 

=r:= -ssrrsi- ...... 

^ Karte wird in an sieh bekannter Weise 
Die *uene*uung » . da Ka« - die sQ enCstand ena 

vorzuga-azae durch Fraaan g ^ 

Ausnehmung wzrd dar Chzp^ ^ schmelzklebers . 

vorzugsweiee varkleb ^ ^ dafi beim „ a =n- 

Det Gr und -"^^^InKontaHta »it dan Cbipkontakten 

folgandan Verl6ten dar material an dan 

ainan HShenschwund durch flieBenaes 
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• f. i- A pr bei der Verwendung von bekannten Cyan- 
Kontakten auftritt. der bei der Ver „endung von 

Acrylatklebern nur schwer zu kompensieren, bei Verwena g 

nachtraglich durch 

SchweiSklebern aber leicnt, ggi» 
erneutes Aufwarmen ausgleichbar 1st. 

Eie w S ™e zu n verloben *a»n durch i 
T.» t »erkzeug, also durch Warmeleitung autgebracht wero 
"nlr w beren Ausfuhrungsror* des verfahrens basierend au 
. lanP kt der Erfindung wird die Warme durch Strah 

r:ri a -c h ****** - »~«~. 

e7isb naturlich ebenso »aglich, die Wa^a uber ulbrasehall. 
also quasi uber Reibungswarme bereitzustellen. 

fur die kontaicciose uu / v «-*-aVt-£ lachen fur 

angegeben, welche einen Halbleiterch.p 

di e k onba kt beha £t e t e Datable rbragung und dana n ^ 

AnscnluGsbellen und "-^J » " - nlLlonsapula 1st. 
OatsnAbercragung. das xn der ^ mb 
umfaBt Die erf indungsgemSBe ChipKarte gen. 
i: fk t 'der Erfindung zeichnet sich dadurch ^< ^ 
elektrisch leitenden Verbindungen zwischen den 

f 11 Mittel fur die kontaktlose Datenubertragung auch 
und dem Mittel tux ^ o ■ qc u e ver- 

Bit tels L6ten hergestellt ist. wober du - eh ^^ 
bindung durch HeiS- oder sch^lzKleben, aber auch 
Lotung, erfolgen kann. 

— »aisc da. rweiten aspe* :ier Erfindu* , der 

eingesebzbe HeiS- ^.^^^l^rs bevor- 
leUrahige, und ^Z^V^Z. 1-tahigen Parcel 

zugesetzt bzw. aufgebracht. 

a r ah^ehnittweise dem Klebstoff zugesetzten 
; Gr6B e und Menge der f*^™' K ontaktausbildung bzw. der 
L 6tpartikel nchtet sich^ach der einer zwischen 

Kontaktf lachen der Chipkarte. Der D Schme l Z - 
vorgesehenen Kontaktf lachen und auf einem HeiS 
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kleber befindlichen Lotkugel liegt beispielsweise in, Bereich 
zwischen 15 und 25fim. 

Die Manga dar laitandan Partial »ird zwactana&ig so gawthlt 
daS ^ischan den SnachluBatallan und da* Mittal zur konta«- 
daS zwiscnen u. .. , u ii eg en kommen, urn 

losen Datenubertragung genugend Partxkel zu ^ 
eine ausreichende elektrische Verbindung durch Loten auf zu 



bauen . 



det Er£ indnng ^ ^ f^He bafindUcha Klabs^ 
* U "T: t Baraich dar AnschluSstaUan und/odar dar varbin- 
" Z »L,1S fir dia tontafctlosa Datanubartragung 
dUn9 :- C h galar k a od r L*. au £ wais t , dia aina aia*- 
la^ffah.ga den ^chiuEstallan und dam 

rs^sr. — — — — — 



konnen . 



5 



rv^karten wird ttberw legend so vorge- 
Bei der H'"" 1 ^ wird, der einen 

gangen, da* zunachs exn M Halbleite rchip angeordnet 

Kunststofftrager umfafct, auf dem aus Kunststof f, 

ist. Der Modul wird dann it ^.^^/^ der Modul in 

,.B. Polycarbonat — ^^turt, wie 

eine in den Kartenk6rper gefraste Xavitat rmp 

dies bereits erlautert wurde. 

* i„f ,14 » Herstellung der erfindungs- 
Besonders bevorzugt ^J%^ beschriebenen, bereits 
gemafien Chipkarten Unter 7^ e f ^ sschritte . ZweckmaSig ver- 
bekannten Komponenten und ^^'^^ also ein en ubli- 

ch en Modal. d« 3-och tlosen Datenube rtragung 

stellen fur das Mxttel ^ ^^-^ mit zwei 

hinzugefugt wxrd. In der k g ublich e Weise mit 

weiteren AnschluSstellen erganzt, die 
dem Halbleiterchip verbunden werden. 

■a Aie AnschluBstellen erhaben auf einer 
Besonders bevorzugt .xnd die ^ sc ^\ die den 

Oberflache des Modultragers vorzugwe.se 
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Halbleiterohip tragt, auegebildet. Die H6he der MKhluS- 
"leUen nach de* zweiten Aspect der Erfindung richt« aich 
Art und Ab_gen der Karte und ~ - 
zwischen 1 und 20pm betragen. Bevorzugt bestehen die An 
achiuBsreUen aue Metall und werden au£ an eieh beKannte 
Tel e B durcn Auflciaban. Au £ dru=*en. -fda^en. Galvani- 
siere Oder Sbniichea berges.elU. Besonders bevorzug d 
die zusaczliche AnsohluEebene hergesuellt, inden, an Streifen 

L.ll au£ den ModultrSger laminiert und anzchlie&end 
Zl Z ie« «ird. bage und cr5Se rich« t sioh nach CrdSe und 
S daa Mitteis fur die Kon t a ktl oee catenuber^tlung und 
speziell dessen Verbindungsstellen. 

D ae M i«ai .1 ^ ^Z^TT^^ZT 
eine Induktionsspule oder Antenne, 1st 

erne mau • ~ rt oder auf diesem angeordnet, 

in den Kartenkorper mtegriert oaer au 

^•^en Kup^ra^e — -r^rgan 
Frasen der Kavitat mit freigelegt werden. Bex " n * r 
Frasen a verklebung von Modul und 

Anordnung 1st es moglxch, dxa der elektrisc h 

Kartentrager gleichze ltl g nut der Herstel 1 g konfcaktlose 
Xeitenden Verbindung ^^"^ £ Moduls durchzu- 
Datenubertragung und den * Mchl ^ e "* eingeset2t werden, 
fuhren Hierfur kann ein spezieller Stempel emg 
fuhren. h n „ ickkrifte al8 auch Warmeenergxe zum Her- 

welcher sowohl Druckkratce aj.s 

ste lien der Klebe- und L6tverbindung berextstellt . 

^^"Ugen .on — in Oder au £ 

die Bereiche der Kontaktabachnitte r..Xi.i.« wird. 

Gem aB eine„ driven Aspekr der ^ 
fahrensgemaSer Grundgedanke darin, zur Herscellu g 
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elektrischen und mechanischen Verbindung eines in ***** 
lusnehmung eines Kartentragers einer Chipkarte "ngesetzten 
Moduls auf eine auf einem folienartigen Trager befindlxche 

Htlettende HeiS- oder Schmelzkleberschicht zuruckzugrexf en, 
b i diese He!" oder Schmelzkleberschicht U Bereich auszu- 

vTrfuUen - -" £ihi9 " MateriSl aUS98bil 

werden. 

wird dann am Modul oder » « 

vorfixiert. Biesee Fixieren erfolgt so daG d e * t 

k eln -se^nen ^sam tte s =h M 
des Moduls und der Ausnenm » «miigen Druok- 

an dieses ^^^^^^ -ischen 
Te.peratur-Einwirkungsschr.tt sowohl Kontaktie rung 

— -™r^^ reali " 

zwi schen den sxch gegen . gt eg nicht 

SiSrt - d G daSdie in der Kegel bezogen auf die genannte 
notwendxg, da* dxe xn iache nabschnitte 
Verbindungsflache nur iciexne .„„„ pn vie lmehr sollen hier 

kl . , vlebeverbindung bextragen, vieimeu 
wesentlich zur Klenever ... wie ge ringe Leitungs- 

.^eeXe*^ - r ^- identlBieI!ie U 

l ° d " kti fdU L c »blt=ho HeiS- Oder SehmelzKlebe- 
„erden. Duron *» ~£ aus „ ichende Pr e,sung und Verdichrung 
verbindung »rrd fur erne a „ rvao . n so da£ sioh die 

der leirfahigen Partixei ™ . 

geu unse h te Kontaxo-Langzeltstabrlrtat ergibt. 

5 . ^ tr pn Aspekt der Erfindung 

!„ de* Faile, Venn «. ^ au£ eine ^tpaste oder 

eriauterc, fur die 1. de£lnierte s 
eine Lotkugel zurucxgegrxf f en „ ie dies be reits 

Zufiihr.n von Warmeenergie rm Kontaktb 
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JU » sweiten Aspekt der ErUndung erlautert vurde. nach Oder 
wahrend des Verklebens das Models in> Kartentrager am Loten 
er£olgen, wodurch aina weitere Erhdhung dar Kontaktsrcherhert 
gegeben 1st. Dia Lot.t.lle wird in dim. Fall 
LLhen Spannungen. Sch.r- odar sonstigen Kraftan frerge- 
halten. da diaaa auch i. lau£enden Einsata dar Karte von dar 
Klabavarblndung groMlachig au£genor«men werden konnen. 

GemSe einea, »aitaran Grundgedanken nach de„ dritten Aspekt dar 
ErUndung kann J. naoh Malarial daa Kartentrigers oder das 
Models .In gaaignatar v=rkon£ektionierter Hei£- odar Sehmelz- 
ktabar ausgewahlt und hinsichtlich Schichtdieke und Auswahl 
der leitfahigen Partikel £ur dan Jawailigan Einaatzfall rndr- 
viduall pripariert und damit optimiert werden. 

DU leit£ahigen Partikal odar dia laitfaniga ^"eUeZs 
dia Halt- odar Sahmelzkleberfolie beispielsuerse mlttels ernes 
dra Hel£ ode ^ ^ au£brlngbar , 

r sich dia Reproduzierbarkeit bain, Au£br ln gen 

leici Shigar Eeschichtungen erheht. Palla daa <*"™^ 
seitigen Au£bringens ainar leit£ehigen Schicht odar ™ lert- 
kigen Partikeln »ird in ainar Aus£uhrungs£ora, nach dam 
S fan Aspekt dar Eriindong dia so au£gebra=hte ah icet 

^ner thermischen Behandlung ausgesetzt, so dais ein 

:::::: Lhiiardar ^ ***** - *-* ^.n 

^Verbindan «it de m HeiEklebar bzw. de» ^* 
Fclge ist. Duron diaaa MaSnaha,e wird eichergestellt daS bexa, 
lacLlgenden Handling dia leit £ ahige Echich, : bzw . da lert- 
fahige Matarial vor unarwunsahtan, Abtrag geschutzt rat. 

rtf . Heis - oder schmelakleberschicht Aus- 

in dem Falle, »enn die Hells oa ffjhiaen Parti- 

posrarung dar Manga e ^ ^ mcmrUUbmtaM b a 

mungen odar Lochungen oleich2e itigem Varklaban in dia 

Ldten und/oder Anpressen und gleichzeitig 



20 



25 
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Kleberschicht hinein verdrangt werden kann, ohne daS die 
Kontaktsicherheit insgesamt beeintrachtigt wird. 

Has erf indungsge.aSe Verbindungs.ittel nach de* drit^kt 
2ur Durchfuhrung des geschilderten Verf ^\^™ n ^ 
einer auf einer Tragerfolie bef indlichen, mchtleitenden HexS 

der Sch.elzkieberschicht, welche i. ^^^T 
elektrischer Kontakte Abschnitte mit leitfahigen Partxkeln 
Oder einer leitfahigen Schicht aufveist. 

Di ese Abschnitte k5nnen aus .it L6tpaste oder Leitkleber ver- 
fullten Ausnehmungen oder Lochungen bestehen. 

In einer Ausgestaltung dee ^^^^^ ^ 
Me leitfahigen Abschnitte ita Inneren einer HeiS oae 

Druc *-Te,eperatur-Einwir, t ung verdrangb «* und 
r„„ t aktflachen in wirkverbindung mit der inneren 
S=h"h""w. den inneren ieUfahigen abschnitben breben. 

G e„a E de. dribben *epekb der ^ff^^UlL, 
v.rfahren und ein Verbindungsmittel zur Hereteliu g 
Strlscnen nnd — cben Verbindnng eines 

varr entr&qers einer Chipkarte einyco 
Ausnehmung eines Kartentrage Hei6 . oder 

Hoduls aneugeben, 

"^■SSLTSS^ eiekbriscbe Konbakbe be. 
sowohl qualitauiv ^ , ori k6nne n und die 

ele kbriscne Ve— e, 

9eE TnTs; e re dirl ie'enden Bebrieb nacbbeiUge Scber- 
3 Z tUbigetarbe ani die Konbakbbereiebe ein»irken. 

so* verf ahren gemaS dem dritten Aspekt ist 
D aa erfindnngeg^jer ahr g ^ ^ 

insb esondere fur kontaK 
; geeigneb, ber welcnen Romponenben vorhanden smd. 

KonbaktfUchen ale ™* ^™ 3 J^ ^irieierben Hein- 
Ourch die Ver»endung der erfindung g 

oaer se-eirkieberfolien konnen dl « Kosben ^ 
Karbenherstellung gesenkt verden, da es 
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ist auf kostenintensive anisotrop leitende Klebstoffe 
suruckzugreifen, die i. ubrigen zum Verkleben der Module mit 
dem Kartentrager nur sehr bedingt geeignet sind. 

Durch das nur partielle elektrische Verbinden an den jewei- 
ligen elektrischen Kontaktierungsstellen verbleibt genugend 
Flache zur Ausfuhrung der stof f schlussigen Klebeverbmdung, urn 
das Modul sicher am Kartentrager zu befestigen. 

Unter Berucksichtigung der erwahnten Problem hinsichtlich der 
La ngzeitstabilitat des Kartentrager* , wenn dieser Verw.ndungen 
und/oder Verspannungen ausgesetzt wird, besteht gemafc exnem 
vierten Aspekt der Erfindung ein verfahrensseitiger Grundge- 
danke darin, dafi der in die Kartenausnehmung zu implant xerende 
Modul auf seiner Einsatzseite oder seiner Randseite hin e.nen 
leitfahigen, isolierte Abschnitte aufweisenden 
rahmen besitzt. Dieser Versteifungsrahmen weist 
auf die beim Einsetzen des Moduls mit in der Ausnehmung 
Teflndlichen Gegenkontaktf lachen elektrisch in Wirkverb.ndung 

treten. 

Beim Einsetzen des Moduls mit Halbleiterchip und Verstei- 
fungsrahmen gemaB dem vierten AspeKt der Erfindung » «» 
ausnehmung des Kartentragers erfolgt dies *""* 
Einpressen, „obei zusatzliche .toff- und/oder f ormschlussrge 
verbindungen reaiisierbar sind. Durch die Ausbildung des 
Lduls mit versteifungsrahmen, der so»ohl 

elehcrische Eunfcticnen erfullt, *ann auf einfache Technology 
der verbindung von Modul mit dem Kartentrager, namlrch Ern- 
pressen oder eine sn»p-In-v.rbindung zurtclcgegrrf f en werden, 
so da, sich insgesamt die Productivity erhAht Der Verste,. 

fungsrahmen fAhrt zu einer stabilen Ausbildung des «°^- 
wodurch Verwindungen und Spannungen beim Betrreb de ^-Ka«e 

aufgenommen werden k6nnen. ohne daB unerwunschte Krafte auf 

den Halbleiterchip Oder sonstige elektronische Bauelemente 

gelangen. 

Es liegt im Sinne des vierten AspeKtes der Erfindung daB der 
versteifungsrahmen beispielsweise zweiterUg ausgebrldet rst. 
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so daB zwei elektrisch isolierte Kontaktf lachen entstehen, die 
It entsprechenden Gegenkontaktf lachen, die beispxelswexse mxt 
einer Induktionsschleif e oder einer Antenne, die xm Karten- 
trager angeordnet ist, in Verbindung stehen, zusammenwxrken 
konnen . 

Die erf indungsgemaBe Verbindungsanordnung nach dem vierten 
Aspekt zur Herstellung einer Chipkarte geht von dem auf der 
"nsatzseite des Module angeordneten leitfahigen, 
isolierende Abschnitte aufweisenden Verstexfungsrahmen aus, 
i Z lit Anschlussen des Halble iter chip elektrisch verbun- 
C Lsteifungsrah.en besitzt Kontaktf lachen, die 

den xst. Dxese Ra ndbereich und/oder an der 

r ge Xn«« £ Uche n in der Ausne ta ung des Xartentnagets gear- 
beitet werden kann. 

,. nt eind in der Ausnehunxng des Kartentragers Gegen- 
Wie erwahnt, sxna xn a Fin setzen des Moduls die 

C ^V— " ver b unden 



sind. 



•n..l.llen Ausfuhrungsform des versteifungsrahmens 
"'MX Tar e"«p= kt den Erfindung ist dieser auGenrand- 
g =dar ITL — d das «odu lS ^i^- 
or^et und waist aina i. wesantliOen guadtattscha odar 
rachtackiga Ausschnittsform auf. 

, ..halt ainar snap-In-Verbindung awisohan Kodul und Aus- 
Zr;l S—U >esit,t ^^-^ ^ 

AUatnativ k annen auan dia ****** 

«**■» da r — « -"^t 8 :::: — n 

r^r'afs taffungsrLen „ei» Einsetzen oder 
- e^n in dan Ka.tantt.gan _„i rt sn. 
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Wie dargelegt, kann erf indungsgema* die Snap-In-Verb nd n 
Bereich der Kontakt- und Gegenkontaktf lachen ausgebildet sexn, 
jedoch konnen auch andere Abschnitte des Versteifungsrahmens 
bzw gegenuberliegende Flachen der Ausnehmung des Karten- 
tragers umfassen, so da* die gewunschte Festigkeit und Zuver- 
lassigkeit der Verbindung zwischen Modul und Karte gewahr- 
leistet ist. 

in einer weiteren Ausfuhrungsf orm gemaS dem vierten Aspekt der 
Erfindung weist die Anordnung einen Versteifungsrahmen auf . 
der integral It einem Chiptrager ausgebildet ist, wobex dxe 
voneinander isolierten Kontakt flachen des versteifungsrahmens 
lit jeweiligen Chipkonta.ten oder Bondflachen elektrxsch ver- 

bunden sind. . 
Bei dieser AusMhrungsform ist es niche notwendig, eznen 
separaten vereteifungsrah.en zu fertigen. sondem es kann vo» 
Chiptrager ^ ver.teifungsrah.an der einzusetzende Modul 
gebUdet werden, weicher an seiner unterseite den durch Chxp- 
Ldung befestigten Halbleitarchip tragt. Be, der letzt- 
genannten Ausf Ohrungsfor. kann daher auf exnen 
Kunststoff-Modul bzw. verdrahtungstrager fur dan Halbl ter 

chip verzichtet werden. Eine ggfs. notwendig werdende elek 

trisch Aufenisolation ist dutch Auf l.minieren 

tionsschicht. zweckmaGigerweise ubet die gesa„ts Fiache der 

Chipkarte moglich. 

Ge-aAfc de„ vierten Aspekt der Erfindung gelingt es. ein Ver- 
Lren zu* Herstellen einer Chipkarte bzw. eine Verbxndungs- 
anordnung fur ein derartigen Herstellungsverfahren anzugeben 

weicL bzw. .it welcher eine bobe verwendungsscelf zgkext 
der Karte insbesondere i. Bereich der Ausneh»ung zur Aufnahme 
tiLs Mcduls. enthaitand einen Halbieiterchip. errezcht wzrd. 
Durch den vorgesehenen Versteifungsrahmen, der auch zntegr.l 
„it eine. Chiptrager auegebiidet sein kann, xst as mdglzch, 

den kompletten Mcdul in die Ausnehmung einzupressen und 

vortailhafte for.- und/od.r kraf tschlussig. Verbindungen zu. 

elektrischen und mechanischen Kontaktieren des Moduls z» 

Kartentrager zu nutzen. 
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SalbstvarstandHch kann auoh eine stof f sohluseige, insbe- 
ond re botverbindung. erfolgen, inde» Wtaeenergre gez^e 
unter Kutzung des .aetaUiachen Vereteifungsrah»,ens den Lot 

— rrr e : f re rer;rr r 

andere Verbindungsarten, wie 
kleben denkbar. 

Es Uegt auch i* Sinne der Erfindung, die genannten Aspe.te 
untereinander zu kotnbinieren. 

-r dem ersten bis vierten Aspekt erlauterte Erfindung 

rix 1 ^^*-^^ 1 - sowie unter zuhilf 

von Figuren naher erlautert werden. 

Hierbei zeigen-. 

h. m atiaierte Daratellungen von funf Verfahrena- 

1 ::r"en t» ^ — - Erf ~ 

. . , drei vers ohiedene Ausf uhrungsf o» der Chip- 
" 9 - 2 karte ge^. de. ereten *zpekt U aohe.ariachen.Ouer- 



Fig 



schnitt ; 

einer AnechiuSateU. und eine., Mittel zur kontakt 
loaen Datenubertragung; 

Pig . . aine a—ohe ^J^^ZZ Tuoh 
rena gemaS den, zwezren Aapekt d leitenden 

- 7 Tng Taarg s eUr is. 

Verbindung, die in Fig. 5 aarg 

Fig 7 ainen sehnitt durcn einen Hot.eit-.aebetof f U» 
den, dritten Aspekt der Erfindung; 

Fia s eine Oraufsieht auf einen praparierten i«-l*-m. 
9 ' ge-a* den, dritten nzc*kt der Erfxndung; 



WO 97/34247 



19 



PCT/EP97/01256 



Fig. 12 



Fia , einen Schnitt durch einen Hotmelt-mm It in, Inneren 
9 ' b e£indlichen ieitfahigen PertiXeln gera&E d» tntt. 
Aspekt der Erfindung; 

Fig 10 eine prinzipielle Schnittdarstellung der Ex- 
position des Moduls in der Ausnehmung exnes Karten- 
tragers unter Verwendung des Verbindungsxnittels gemaG 
einem Ausf uhrungsbeispiel nach dem dritten Aspekt der 
Erfindung; 

Pia 11 eine perspektivische Darstellung einer Draufsicht auf 
9 ' etnen Modul ndt Halbleiterchip und Versteifungsrahmen 

gemafi dem vierten Aspekt der Erfindung und 

eine Schnittdarstellung durch einen Modul langs der 
Linie A/A aus Fig. 11. wobei der Modul berexts xn den 
Kartentrager eingesetzt ist. 

• • hflic h der nachfolgenden Beschreibung von Ausfuhrungs- 
Hinsichtlich der nacnro g Ze ichnungen 

erheblich kleiner oder niedrxger. 

t»- i ist eine Antennschicht 10 in. Querschnitt gezeigt, 
in Fxg. 1 xst exne An dara uf liegenden Beschichtung 

die aus » "J^^^ kan n etwa 200,,, die 

12 besteht. Die Schxchtdxcke des irage 
Beschichtung 12 etwa 35 M m (Kupfer) betragen. 

Wexse durch selektxves ^ 

.» pia ib Antennenbahnen 13, »i 13 
das gema* Fxg. lb geS chnittene Bahn) 

nur eine exnzxge, xn Fxg. 
sowie Chipkontakte 20, 21 umfaSt. 
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geschaffen, die in dieser Ausfuhrungsf orm der Erfindung als 
Lotauftrag gebildet sind. Diese Verdickzungen konnen etwa 100 
bis 200 M m dick sein, sie sollen jedoch in jedem Fall so dxck 
sein daS die beim nachf olgenden Abfrasen auftretenden unver- 
.neidUchen Toleranzen in jedem Fall sicher aufgefangen werden 
konnen . 

in einem nachsten Schritt, dessen Ergebnis in Fig. Id gezeigt 
ist wird auf die in Fig. ic gezeigte Geamtanordnung , also die 
Antennenschicht 10 samt den Verdickungen 16 und 17 eine obere 
Oeckschicht 18 und eine untere Deckschicht 19 so auflaminiert, 
da * die Antennenschicht (gema* Fig. ic) vollstandig exnge- 
schlossen ist. 

in einem nachsten SchrUt, dessen Endergebnis in Fig. 1. ge- 
zeigt ist, »ird in an sich befcannter «eise eine Ausnehmung 24 

1 Karten*6rper nach Fig. id gefrast. Die Fr S su* , ist 
hierbei derart tief, daE in dem Bereich. an welchem der Trager 
dee Sips <hier noch nicht gezeigt, spater zu liegen kommt 
die verdiCcungen « und r» .it »nge £ rast bzw. abgefrast 
den. so d. S sie in einer Bedenflache der Vert.efung 24 frei- 
liegende Zugangsf lachen 22. 23 bilden. 

„ 3 , h „„ schritt, dessen Endergebnis fur drei Alter- 
In nachsten Schr . ^ ^ ^ ch . p 

:lITr,g ein esetzt. Dieser umfaf, ein IC 2, scie einen 

• m TrSaermaterial 30 mit AuSenkontakten 33, 34 
Traqer aus einem Tragermateriax 

nn/inneniiegenden Antennen^ten » - ^ 

:: h T::rA^^^ - « - 27 

ist mitslt Teiien seines Tragers mitteis einer Vergu^asse 2V 
abgedeckt . 

Beim Einsetzen des Chips mit Trager 25 in die Ausnehmung 24 
der Karte »ir d die Anordnung mittels Schmels.ieber in der 
der K.r« wzrd j^erkzeug auf die Antennen- 

V tTte 31 2'aufgesetzt. sc da E das in ihnen enthaXtene Lot 

h fzt und auch die darunterliegenden Verdickungen I,. IV. 
^ In au .rateriai gebildet sind. mit anschmeizen. Dadurch 
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v, ir d eine durchgehende Verlotung zwischen den Chipkontakten 
2 0 21 und den AuSenkontakten 33, 34 und uber die Anschlu*- 
drahte 28, 2* «■ XC 26 geschaffen. Nach de. ^en^nn ^ 
weitere endgultige Fixierung durch Aufwarnten des Schmelz- 
klebers geschehen. 

Die in Fig. 3 gezeigte Auafuhrungsfora, der Brfindung uncer- 
scheidet sich von der nach Fig. 2 dadurch. da B die Antennen- 
kon^ae 32 ale «e»Uisierungss=hi=heen ausgebildet sand, 
die auf de„ Mger^ier.l 30 auf der daa XC 26 tragenden 
Flacha ausgebildec sind. Bai dieser Ausf fihrungsform dar 
Er£inLg sind Bohrungan 3S, 3* i« Trager^aCerial 30 vorge- 
eana" so dan dia verdickungen 36, 37 baw. dar dor, vorga- 

eh „« ^au £C rag von auSen £ rei augangiich is. Man ka™ n 
diesem Fall durch dia Bohrungan 35. 36 e.nen Laaeretrahl aur 
faring au£ dan LotaufCrag 1, baw. 17 richtan. . so a.na 
^varbindung awiwchan dan Chipkontakten 20, 21 und dan 
Antennenkontakten 31, 32 herzuatellen. 

„• a ™.,.iate Variance untarscheidet sich von der 
Die in Fig. 4 geaeigte van 

"a h "iraondern au £ daran BOckseite 
•at as aber in»er noch »6glich, dia Antennenkontakte 31, 32 
durch au £ gesetate Werkaeuge oder aber durch Warrceatrahlung 
UB Laser' au erwamen. so dan eine Lotverbindung swaschen den 
^enn nkoncakten 31, 32 und den Chipkontakten 20, 21 aufge- 



baut wird. 



Aus obiger Beachreibung geht hervor, dan auch mehrera «erk- 
^le ale in den Ausfuhrungaf or^en der Fig. 2 bia 4 geaeagt 

die Ver— g von ^^T^^ST^^" 
30 .oglich. Be ist ^^f;, ^ v^nden, wie sie an 
takteinrichtungen als Chiptrager 



sich bekannt sind. 



»• * zeia t einen Querschnitt durch eine Chipkarte 1 im 
F B : r eich e'er eXe^isch iei.enden VerbindungssteUe zwischen 
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einer AnschluBstelle 2 und einem Mittel 3 zur kontaktlosen 
Dateniibertragung, hier einer Indukionsspule . Die Xnduktions- 
spule 3 ist in den Kartentrager 5, der ublicherweise aus 
Kunststoff, z.B. Polycarbonat, besteht, integriert. Im Berexch 
der Verbindungsstelle ist ein Abschnitt der Spule. beiBpxela- 
weise durch Frasen der Kartentrageroberf lache, freigelegt. Die 
eine der beiden in Fig. 5 gezeigten AnschluGstellen 2 der 
Karte zur Spule 3 ist als Metallstreifen auf dem Trager G des 
Moduls, z.B. einer Kunststof f olie, ausgebildet und befindet 
sich auSerhalb des Bereichs des Tragers xn dem der Halblex- 
terchip angeordnet ist. Die elektrisch leitende V«b«*»g 
wird zwischen Anschlufistelle 2 und Induktxonsspule 3 mxttels 
Taten in der Kleberschicht 4 selektiv eingebrachter L6tkugeln 
8 herg stellt. Im gezeigten Fall wird der Klebstoff xm Berexch 
L glamten Oberf lache des Moduls aufgetragen, wobex zwxschen 
Xnduktionsspule 3 und AnschluSstelle 2 die ' 
.toff bef indlichen Lit- und lotfahigen Partxkel zum Lxegen 

kommen . 

«ie erwahnt, »ird als bevorrugter Klebstoff ein HeiS- Oder 
S=hn,el 2 klebstoff verwendet. Bel Ver^endung derartrger Kle b 
stoffe kann die Verbindung vom Modal nut Kunststof ftrager 6 
"d loullstelle 2 su de» Kartenkorper 5 bei gleiohzertrger 
^llung der Lotverbindung „ittels lotkugeln 3 --chen 
*Ton uGstelle 2 und xnduktionsspule 3 unter Vervendung de 
weitverbreiteten Hot»elt-Verf ahrens erfoigen, »o ur em «u 
verseller Heiz- und Druekstempel 9 einsetsbar rst. 

4« Pier 6 verdeutlicht, wo ein Quer- 
Dies 1st schematxsch an Fag- verbindung von 

schnitt durch die Chipkarte gemaE Fig. 
Modul und Kartenkorper 5 gezeigt ist. 

n«r in, Bereich der Kavitat fur den Modul «dt Klebstoff 
blschlchtet Kartenkorper S It integrierter xnduktionsspule 
in passender .age auf den Modul^ £ ^ 
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Partikel 8 und AnschluSstelle 2 sich beruhren und so exne 
L6tverbindung zustandekommt . Gleichzeitig entsteht exne 
Klebeverbindung zwischen Oberflache der Kartenkorperkavxtat 
und dem Modul. AnschlieSend USt man den Klebstoff durch 



und dem Modul 
Erkalten ausharten 



Auf die beschriebene Weise konnen die Verklebung von Modul und 
Kartenk6rper und die Herstellung elektrisch leitender Verbxn- 
dungen zum kontaktlosen Datenubertragungssystem in exnem 
Schritt unter Verwendung bekannter Verfahren erfolgen. 

Der in Fig. 7 gezeigte Schnitt durch einen Hotmelt-Film weist 
exne Tragerfolie 41 auf, die .it exnem HeiB- oder 
kleber 42 beschichtet ist. Die Schichtdicke liegt xm Berexch 
jfschen 20 und 80 p.. wobei nach Kartenmaterial wxe ABS, 
PVC, PC Oder PET verschiedene Kleber zum Einsatz kommen. 

D er in Fig. 8 gezeigte praparierte HeiS- oder Schmelzkleber 
weis \o hungen 43 far die Aufnahme des Chips sowie ,ewex Is 
; e t lic„ angeordnete Abschnitte 44 auf, die aus exner lext- 
fahigen Schicht oder aus leitfahigen Partxkeln 416 bestehen 
bzw. diese enthalten. 

Diese Abschnitte 44 konnen beispielsweise Lochungen oder Aus- 
nellgen sein. die It *tpaste verfuUt 
der Fig. 6 erkennbar. ist der auf einer Tragerfolie 41 
SJl* HeiG- oder Sch»elzkleber 4, konf ektiomert . Auf 
Tiesen blisterartigen Polienstreifen kann das mit erne* chip 
! 1 "rsehene Modul 410 ,Pig. 10, b«festigt warden « dann m 
eiL hasten Arbeitsgang das derart It Tragerfolie 41 und 
HeiS- Oder sctoelskleber 42 veraehene Hodul 410 bin sur Aus- 
neh^ung 412 eines Kartentragers 411 xu poaitiomeren 
(Fig. 10) • 

Bei elnem „eiteren '-^^^'^Zr. 

einem Durchmesser von 2S um auf die HeiU Oder s 

schicht selektiv aufgebrachc. so da* in eine B 

D r„ k-T.«paratur-Proze 6 sowohi eine U tverbindung swische den 

n v^ralctflachen unter Ruckgrxf t aur axe 
sich gegeniiberlxegenden Kontafcttiacnen 
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Lotkugel ale auch die Klebeverbindung swischen «odul and Kar- 
tentrager realisiert warden kann. 

* m der Fig 9 gezeigten HeiS- oder schmelzkleber 42 
"^r^d^ex ina i» innern befindiicha Schicht 45 aus leit- 
^ .nTartikeln »u£. m de„ Fane, wenn die Konf iguradon 

* Fio f verwendet wird. sind erhaben ausgebildete Kon- 
nach Fig. 9 verweu , n der Laqe, beim 

taktflachen a. Mcdui ~^in den halblluseigen 

^.^eratur-Behan ~f ^Weber ,u ve^angen. 

-"^TiXaS ZZ — 

um so in Wxrkveroxna y . irch sich die gewunschte 

inneren Schicht zu treten, wodurch sxch ax 
Kontaktierung ausbildet. 

„«Fia 10 die eine prinzipielle Schnittdarstel- 
Mit BUf der ^ k 10 ; 413 zeigt< richer eine Ausneh- 

1U ng durch exnen Kartent ^ ^ Verbindungsher . 

mung 412 aufwexst, soli nun a 

stellung erlautert werden. 

. 'prten HeiS- oder Schmelzkleber schicht 42 
Der mit der praparxerten Hexfi o ^ % R 

^jTJSir^tr-. — g « 

positioniert. 

^- mit einer Induktionsspule zur kon- 
Kontaktflachen 1 Terbindung atehen. befinden 

taktlosen Datenubermxttlung rn Ausnehmu „g 412. 

sl eh auf da, inneren *££^^ irtMB(I eowie durch 
Durch Aueubung einer Druckkraft in schm elzkleber 

, in der Schicht 42 . ^ schnitten 44 b». i» der 

Fartikel 4X6, die alch in verbindung awiachen den 

Schicht 55 befinden, eine iegen den Kontaktflachen 

KontaktUachen 4X4 und den gege^b ^taharten dee KXebers 
415 des M oduls her Mit sichere ..chaniacbe Verbindung dee 

5 ergibt sich sowohl ame axch Kartencr agers 4X3 als 

Module 4X0 in der J^^Tv««-™ *«iechen 
auch eine entsprechende « lektrl „ enn beisp ielaweise 

Kontaktflachen 4X4 and 41S. ^« ^ es „ ei6 . oder 
LStpaste in Ausnehmungen oder bochung 
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Schmelzklebers 41 eingebracht wird, dient diese zur 
Realisierung der elektrischen Verbindung zwxschen den sxch 
gegenuberliegenden Kontaktf lachen 414 und 415. 

in einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel kann bei Verwendung 
einer L6tkugel im Kleberf ilm wahrend oder nach des Druck- 
^peratur-Einwirkschrittes zusatzlich lokal Warme 
der Kontaktflachen 414 und/oder 415 zur Einwirkung gebracht 
werden, so da* der gewunschte LotprozeB vollzogen wxrd. 

A us den voranstehend geschilderten A usfahrungsbeis P ielen wird 
deutlich, da* die leitfahigen Partikel oder dxe lextfahxge 
TlZTso^ *. mnern der HexBkiebef olie bef £Ln 
kann als auch oberf lachenseitig aufbringbar xst. Exn Fxxxeren 
etne; oberflachenseitxg aufgebrachten Schxcht oder von ober- 
f achenseitig angeordneten Partikeln kann dure 
Warmebehandlung erfolgen, wodurch die ^"l*"^ 
am Kleber anhaften. Fur die Warmebehandlung kann bexspxels 
" ise auf eine beheizte Walze, die uber die Folxe gefuhrt 
wird, zuruckgegriffen werden, wobei die Walze auch glexch- 
leltxg zum Auftragen der leitfahigen Partikel nutzbar xst. 

^ *irr il aezeigten Modul urofafct dieser einen 
Bei dem xn der Fxg. 11 gezexgte d 

rhictraqer 51 sowie einen auf dem Chxptrager 

cnxpcrager z>± nu^t-rSoer 51 kann vonexn- 

befestiqten Halbleiterchip 52. Der Chxptrager 51 Ka 
» rrue rt « b». sbrufcturierte Bereiche unseen. ie «« 
, j v% v^i-aktflachen des Halblexterchxps 52 eieK 

Drahtbonden erzieXt werden. jedoch beaten* auch die «6gHch 
Sit den Haiblelterchip 5, durch Kucaseitentonta*" un^t- 
telbar *« dem Chiptrager 51 eleKKisch *u verbmden. 

Au£ de» chiptrager 51 1st ein zweiteiliger versteifung.rah»en 
53 angeordnet. der isclierte toechnitte 54 aufwerst. D» be 
den Telle des versteif ungsrahmens S3 bilden ,ewerle Kontakt 
den Telle aes v<= „_ SR p ia n und 12 in einem 

flachen; beim geaeigten Beispiel gemaB Pag. 

Seitenbereich 55 befindlich. 
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Die Seitenbereiche 55, aber auch die ubrigen Seitenf lachen des 
Versteifungsrahmens 53 konnen Mittel Z um Erzielen einer Snap- 
In-Verbindung beim Einsetzen des Moduls in einer Ausnehmung 
eines Kartentragers (Fig. 12) aufweisen. 

Bei einem Ausfuhrungsbeispiel ist der Chiptrager 51 mit dem 
Versteifungsrahmen 53 als einstuckiges Teil gefertxgt Alter - 
nativ k6nnen jedoch die Telle oder ^ ctoitt * ^ e1 ' 
fungsrrahmens 53 auf dem Chiptrager 51 unter Erhalt der 
gevlschten elektrischen und mechanischen Verbindung durch 

oder dergleichen angeordnet werden. Die zur Exnsatzsexte 
"igenlen Flachen SS des Versteifungsrahmens 53 k6nnen c ,ber- 
l/cLseitig .it eine. Klebemxttel, ^^J^^- 
Itf 1 versehen sein, so da* eine sichere mechanxsche Ver 
bindL des Moduls erreicht wird, chne daS von den Kontakt- 
£ *Z£L*n**» S5; 513 zu groSe Krafte aufgenommen 
werden mussen. 

Mit Hilfe der Fig. 12 sei das Einsetzen des Moduls .it 
Versteifungsrahmen naher erlautert. 

ir Karte 510 weist eine Ausnehmung 511 auf, die bei- 
; Is^I lurch Frasen bergestellt sein X. ~ > 

/c-Karte 510 befinden sich 

eines induktiven Elementes zum ^ bifl zur 

tausoh sein k6nnen. Diese Lexterbahnen 512 rexchen 

v, ™ 511 hin und besitzen eine Gegenkontaktf lache 
Ausnehmung 511 hxn una Einset zen des Moduls 

Diese Gegenkontaktflache ™Jf d ~ dem Verste i- 

514 in die Ausnehmung 511 der IC-Karce bi 

=, den ieweiligen Seitenbereichen 55 einen 

fungsrahmen 53 bzw. den ]eweiixy 

KontaV.t aus . 

• ' zur Fig 11 erlautert, k6nnen die Seitenbereiohe 

Wie berexts zur Fxg. xj. Rastrvas en oder Vorsprungen 

C c A oa versteifungsrahmens 53 mit Rastnasen w 
55 des Verstexfung entsprec henden Ausnehmungen xm 

versehen sein, die mit den encsp IC - K arte 
Bereich der Seitenf lachen der Ausnehmung 511 in ae 
Berexcn ae umge kehrtes Prxnzip 

510 zusammenwirkt . Hier isc auo 

denkbar, d.h. .. w«da» Vorsprunge und East—n u> 
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Karte 510 ausgebildet, die mit'Lten, Rillan oder Rucksprungen 
im Versteifungsrahmen 53 des Moduls 514 zusanunenwirken . 

in dem Falle, wenn vor dem Einsetzen des Moduls 514 der 
Seitenbereich 55 zumindest im Abschnitt der Kontaktf lachen nut 
einem Lotmittel versehen wird, oder Lot- bzw. Pluftoittel auf 
die Gegenkontaktflachen 513 aufgebracht wird, kann nach dem 
Eindrucken oder Einpressen des Moduls 514 in die Ausnehmung 
511 der IC-Karte 510 zusatzlich gezielt durch Lotstempel/Warme 
auf den Versteifungsrahmen 53 aufgebracht werden, so daS xm 
Bereich der Verbindung zwischen Kontaktf lachen 55 und Gegen- 
kontaktflachen 513 eine LStung mdglich wird. 
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1 Chipkarte 

2 AnschluSstelle 

3 Mittel zur kontaktlosen Dateniibertragung 

4 Klebschicht 

5 Kartenkorper 

6 Kunststofftrager 

8 Lotkugeln 

9 Heiz-Druckstempel 

10 Antennenschicht 

11 Trager 

12 Beschichtung 
Antennenbahn 
Antennenbahn 

15 Antennenbahn 

16 L6tauftrag 

17 L6tauftrag 

18 obere Deckschicht 

19 untere Deckschicht 

20 chipkontakt 

21 Chipkontakt 

22 Zugangsf lache 

23 zugangsf lache 

24 Ausnehmung 



13 
14 



25 


Chip mit Trager 


26 


IC 


27 


VerguSmasse 


28 


Anschlufcdraht 


29 


Anschlufcdraht 


30 


Tragermaterial 


31 


Antennenkontakt 


32 


Ant ennenkont akt 


33 


Aufienkontakt 


34 


Aufcenkontakt 


35 


Bohrung 


36 


Bohrung 
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41 Tragerfolie 

42 HeiS- oder Schmelzkleber 
4 3 Lochung fur Chip 

44 Abschnitte 

45 innere Schicht 

410 Modul 

411 Chip 

412 Ausnehmung 

413 Kartentrager 

414 Kontaktflachen Kartentrager 

415 Kontaktflachen Modul 

416 leitf&hige Partikel 

51 Chiptrager 

52 Halbleiterchip 

53 versteifungsrahmen 

54 isolierte Abschnitte 

55 Seitenbereich, Kontaktflachen 

56 Flachen 

510 IC-Karte 

511 Ausnehmung 

512 Leiterbahnen 

513 Gegenkont akt f 1 achen 

514 Modul 
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Patentanspruche 



Chipkarte, umf assend 
einen Kartenkorper , eine aus diesem herausgearbeitete 
Ausnehmung (24), einen Chip (25) ndt Antennenkontakten 
(31, 32) zum AnschluS einer Antenne, eine Antennenschicht 
(11, 12) mit Antenneneinrichtungen, insbesondere einer 
Spule in Kartenkorper. welche Chipkontakte (20, 21) zutn 
AnschlieSen des Chips (25) aufweist, wobei die Chipkon- 
takte (20, 21) verdickte Abschnitte (16, 17) aufweisen, 
die im Kartenkorper eingebettet und mindestens ab- 
schnittsweise beim Herausarbeiten bzw. Herausfrasen der 
Ausnehmung (24) abgetragen sind und wobei die Antennen- 
kontakte (31. 32) mit den Chipkontakten (20, 21) leitend 
verbunden sind. 

2. Chipkarte nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die verdickten Abschnitte (16. 17) aus (Welch-) Lot be- 

stehen . 

3 Chipkarte nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Antennenkontakte (31, 32) mit den Chipkontakten (20, 
21) durch Lot en verbunden sind. 

4 Chipkarte nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

der Chip (25) auf seiner der Antennenschicht (11, 12) 
abgewandten Seite zusatzliche Kontakte (33, 34) zum di- 
rekten AnschlieSen aufweist. 

5 Chipkarte nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daS 
der Kartenkdrper mindestens zwei Deckschichten (18, 19) 
umfafit. zwischen denen die Antennenschicht (11, 12) em- 
laminiert ist. 
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6. Chipkarte nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dafc 
der Chip (25) einen Trager (30) mit kartenauSenseitigen 
Kontaktflachen (33, 34) umfaBt, und daS die Antennenkon- 
takte (31, 32) von Durchkontaktierungsabschnitten gebildet 
sind, welche den Trager (30) durchqueren. 



7. Chipkarte nach einem der Anspruche 1-5 

dadurch gekennzeichnet, daS 

der Chip (25) einen Trager (30) mit karteninnenseitigen 

Kontaktflachen (31, 3 2) umfaSt. 



8. Chipkarte nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Antennenkontakte (31, 32) direkt oder iiber Offnungen 
(35, 36) von aufien zuganglich, insbesondere erwarmbar 
sind. 



9. Chipkarte nach einem der Anspruche 1-5, 

dadurch gekennzeichnet, da£ 
der Chip (25) einen beidseitig beschichteten Trager 
umf a£t . 



10. Chipkarte nach einem der Anspruche 6, 7 oder 9, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

der Trager (30) und/oder die auf ihm angebrachten Kon- 
taktflachen (33, 34) im Bereich der Chipkontakte (20, 21) 
Offnungen (35, 36) aufweisen. 

11. Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte, umfassend die 
Schritte 

a) auf einer Antennenschicht wird eine Antenne mit 
Chipkontakten zum Anschlufi eines Chips gebildet; 

b) auf den Chipkontakten werden verdickte Abschnitte 
gebildet; 

c) ein Kartenkorper wird derart gebildet, dafi die An- 
tennenschicht und die Chipkontakte einschlieSlich der 
verdickten Abschnitte vollstandig von Kartenmaterial 
bedeckt sind; 
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d) eine Ausnehmung wird im Kartenkorper derart 
gebildet, daft die verdickten Abschnitte mindestens 
teilweise abgetragen und dadurch freigelegt werden; 

e) ein Chip, umfassend einen Trager mit Antennenkontak- 
ten wird die Ausnehmung eingesetzt; 

f ) die Antennenkontakte werden mit den Chipkontakten 
elektrisch leitend verbunden. 

12 Verfahren nach Anspruch 11, 
'dadurch g e k e n n z e i c h n e t, daft 

der Schritt a) einen Atzvorgang umfafit. 

13 Verfahren nach Anspruch 11, 

„ v, apkennzeichnet, daS 
rladurch g e k e n »» •« 

i. sLl« b, Materlaa in ein.™ el«* t ro=he«is=h*n Vor g »n g 
aufgetragen wird. 

14 Verfahren nach Anspruch 11, 

'dadurch g e k e n n z e i c h n e t, da6 

Lschrilt b) Material durch einen L5tvorgang aufgetragen 



wird . 



15. Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t da* 
der Schritt c) einen Laminierungsvorgang umfaSt. 



"•dTdTrVrreTeVn.eichnet.da. 

L schritt O die Antennenschicht zwischen mindestens zwei 
Deckschichten einlaminiert wird. 

„. ::Tr::T — - 2 e , c h „ e t . das 

18. Verfahren nach Anspruch 11, 

rf.durch gekennzeichnet, da£ 
dadurcn y T „* aer in der Ausnehmung 

im Schritt e) der Chip mit Trager in 

festgeklebt wird. 
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19. Verfahren nach Anspruch 18, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

der Chip mit Trager mittels Schmelzkleber in der Ausneh- 

mung festgeklebt wird. 

20 Verfahren nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, da6 

in Schritt f) die Antennenkontakte mit den Chipkontakten 

verl6tet werden. 

21 Verfahren nach Anspruch 20, 

dadurch g e k e n n z e i c h n e t, da£ 

beim Verloten Warme mittels eines von aufcen aufgesetzten 

Werkzeuges zugefuhrt wird. 

22 Verfahren nach Anspruch 20, 

"dadurch g e k e n n z e i c h n e t, da£ 

beim Verloten Warme durch Strahlung, insbesondere exnen 
IR-Laser zugefuhrt wird. 

23 Verfahren nach Anspruch 20, 

dadurch gekennzeichnet. da6 
beim Verloten Warme durch mechanische Bewegung, insbe- 
sondere Ultraschallschwingungen zugefuhrt wird. 



24 



Chipkarte (D fur die kontaktlose und/oder kontaktbehaf - 
tete Datenubertragung, welche einen Modul mit Halbleiter- 
chip, einen Kontaktkorper sowie AnschluSstellen (2) und 
wenigstens ein Mittel (3) fur die kontaktlose Datemiber- 

tracpung umfaSt, 
dadurch gekennzeichnet, 
da* die elektrisch leitende Verbindung zwischen AnschluS- 
stellen (2) und dem Mittel (3) fur die kontaktlose Daten- 
ubertragung mittels Ldten hergestellt ist. 



25. Chipkarte nach Anspruch 24, 

dadurch gekennzeichnet, 
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daS das Mittel (3) fur die kontaktlose Datenubertragung 
eine Induktionsspule ist. 

26. Chipkarte nach einem der Anspruche 24 oder 25, 
dadurch gekennzeichnet, 
da* das Mittel (3) fur die kontaktlose Datenubertragung 
im Bereich des Kartenkorpers (5) angeordnet, 
beispielsweise auf diesen aufgedruckt oder aufgeklebt oder 
in diesen integriert ist. 

27 Chipkarte nach einem der Anspruche 24 bis 26, 

dadurch gekennzeichnet, _ 
da* die Anschlufcstellen (2) erhaben auf exner Oberflache 
eines Tragers (6), welcher den Halbleiterchip und die 
Kontaktflachen fur die kontaktbehaf tete Datenubertragung 
tragt, angeordnet sind. 

28 Chipkarte nach Anspruch 27, 

dadurch gekennzeichnet 
da* die AnschluSstellen (2) auf der Oberflache des 
Tr fgers (6) angeordnet sind, welche den Halble.terch.p 
tragt . 

Chipkarte nach Anspruch 27 oder 28, 
dadurch gekennzeichnet 
daS die AnschluSstellen (2) aus Metall bestehen. 

Chipkarte nach einem der Anspruche 27 bis 29, 
a „ A u r c h gekennzeichnet, 
da6 die Anschlufcltellen (2) 1 bis 20 m *ber die Ober- 
flache des Tragers (6) vorstehen. 



29 



30. 



31 



Chipkarte nach einem der Anspruche 24 bis 30, 
/..Hlurch gekennzeichnet, 
dadurch g schmelzklebstoff 
da* fur die Verbmdung em Heiis 

„ ein Klebstoff auf Phenolharz-Basis 

TZ i h una l 6t£ah i 9 e Partial ,., 

; o r aiese auf die Kla b sto t£s chic h t au ig e b rach t .»*. 
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32 . Verf ahren zum Herstellen einer Chipkarte nach einem der 
Anspriiche 24 bis 31, 
dadurch gekennzeichnet, 
daS ein Klebstoff (4) im wesentlichen im Bereich der 
gesamten Oberflache des Chipkartenmoduls, der in den 
Kartenkorper (5), welche das Mittel (3) fur die kontakt- 
lose Dateniibertragung tragt, implantiert werden soil, 
aufgetragen wird, wobei leit- und lotfahige Partikel (8), 
die selektiv im Klebstoff (4) ein- oder aufgebracht sind, 
im Bereich der AnschluEstellen (2) positioniert werden. 

33. Verf ahren nach Anspruch 32, 

dadurch gekennzeichnet, 
die Verbindung von AnschluSstellen (2) und Mittel (3) fur 
die kontaktlose Dateniibertragung sowie von Kartenkorper 
(5) und Trager (6), welcher einen Halbleiterchip und 
Kontaktflachen fur die kontaktbehaf tete Dateniibertragung 
tragt, durch einen einzigen gemeinsamen Druck-Temperatur- 
Einwirkungsschritt erfolgt. 

34. Verf ahren zur Herstellung einer elektrischen und mechani- 
schen Verbindung eines in einer Ausnehmung eines Karten- 
tragers einer Chipkarte eingesetzten Moduls unter Ver- 
wendung eines Heifc- oder Schmelzklebers , 
dadurch gekennzeichnet, daS 
die auf einem f olienartigen Trager befindliche, 
nicht leitende HeiS- oder Schmelzkleberschicht im Bereich 
auszubildender elektrischer Kontakte zwischen Modul und 
Kartentrager mit einer zusatzlichen leitfahigen Schicht 
oder leitfahigen Partikeln versehen ist, 

anschliefiend die so vorbereitete HeiS- oder Schmelz- 
kleberschicht am Modul oder in der Ausnehmung des Karten- 
tragers fixiert wird, wobei die mit der zusatzlichen 
leitfahigen Schicht oder den leitfahigen Partikeln ver- 
sehenen Abschnitte sich zwischen den Kontaktflachen des 
Moduls und der Ausnehmung des Kartentragers befindet und 

weiterhin in einem einzigen Druck-Temperatur-Einwir- 
kungsschritt sowohl die mechanische Verbindung zwischen 
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Modul und Kartentrager als auch die elektrische Kontak- 
tierung realisiert wird. 

35. Verfahren nach Anspruch 34, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
je nach gegebenem Material des Kartentragers und des Mo- 
duls geeignete HeiS- oder Schmelzkleber ausgewahlt und 
diese hinsichtlich ihrer Schichtdicke und Auswahl der 
leitfahigen Partikel fur den jeweiligen Einsatzfall indi- 
viduell prapariert werden. 

36. Verfahren nach Anspruch 34 Oder 35, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die leitfahigen Partikel oder die leitfahige Schicht 
mittels Dispenser, Walze oder Scempel lokal, gegebenen- 
falls mittels einer Maske aufgebracht werden, wobei durch 
gleichzeitige oder anschlieSende kurzzeitige Warmebehand- 
lung die Partikel oder die Schichtbestandteile mit der 
Kleberschicht haftend verbunden werden. 

37 verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

als leitfahige Partikel Lotkugeln eingesetzt werden. 

38 Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche. 
dadurch gekennzeichnet, daS 

in die HeiS- oder Schmelzkleberschicht Ausnehmungen oder 
Lochungen eingebracht werden, welche mit leitfahigen Par- 
tikeln verfullt sind. 

3 9 Verfahren nach Anspruch 38, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
als leitfahige Partikel Lotpaste eingesetzt wxrd. 

Verbindungsmittel zur Durchfuhrung des Verfahrens nach 

einem der Anspruche 34 bis 39, 
gekennzeichnet durch 
ein auf einer Tragerfolie (41) befindliche nicht lextende 
Heifc- Oder Schmelzkleberschicht (42), welche im Berexch 



40. 
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herzustellender elektrischer Kontakte Abschnitte (44) mit 
leitfahigen Partikeln (416) oder eine leitfahige Schicht 
aufweist . 

41. Verbindungsmittel nach Anspruch 40, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Abschnitte (44) aus mit Lotpaste oder HeiEkleber ver- 
fullten Ausnehmungen oder Lochungen der HeiE- oder 
Schmelzkleberfolie bestehen. 

42. Verbindungsmittel nach Anspruch 40, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

sich die leitfahigen Abschnitte (44; 45) im Innern einer 
bei Temperatur- und Druckeinwirkung verdrangbaren HeiS- 
oder Schmelzkleberschicht befinden. 

43. Verbindungsmittel nach Anspruch 40, 

dadurch gekennzeichnet, dafc 
die Verbindung mittels vorab auf gebrachtem, gewalztem 
Lotdraht realisiert ist. 

44 Verfahren zum Herstellen einer Chipkarte, wobei ein auf 
einem Modul befindlicher Halbleiterchip in einer Ausneh- 
m ung eines Kartentragers unter Erhalt einer elektrischen 
und mechanischen Verbindung eingesetzt wird, 
dadurch gekennzeichnet , 
daS der in die Kartenausnehmung zu implantierende Modul 
ZU r Einsatzseite hin mit einem leitfahigen Versteifungs- 
rahmen mit Kontaktf lachen versehen wird, wobei diese 
Kontaktflachen mit in der Ausnehmung des Kartentragers 
befindlichen Gegenkontaktf lachen elektrisch verbunden 
•a a r den. 

45. Verfahren nach Anspruch 44, 

dadurch gekennzeichnet , 

daS die Verbindung zwischen Kontaktflachen des Rahmens 
und Gegenkontaktf lachen der Ausnehmung stoff-. kraft- 
und/oder f ormschlussig erfolgt. 
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46. Verfahren nach Anspruch 45, 

dadurch gekennzeichnet , 

daS der mit dem Versteifungsrahmen vesehene Modul in die 
Kartenausnehmung zum Erhalt der mechanischen Verbindung 
sowie der elektrischen Kontaktierung eingepreSt wird. 

47 verbindungsanordnung zur Herstellung einer Chipkarte, 

bestehend aus einern Modul mit einem Halbleiterchip sowxe 
einem Kartentrager mit Ausnehmung zur Aufnahme des Moduls, 
dadurch gekennzeichnet , 
dafi auf der Einsatzseite des Moduls (514) ein leitfahiger, 
voneinander isolierte Abschnitte aufweisender Verstei- 
fungsrahmen (53) ausgebildet ist, welcher mit Anschlussen 
des Halbleiterchips (52) elektrisch verbunden ist. wobex 
der versteifungsrahmen (53) Kontaktf lachen (55) aufweist, 

und 

daS in der Ausnehmung (511) des Kartentragers (510) 
Gegenkontaktf lachen (513) eingeformt sind, wobex bexm 
Einsetzen des Moduls (414) die Kontakt- und Gegenkontakt- 
flachen (55; 513) in Pressitz zueinander gelangen und/oder 
stoffschlussig und/oder f ormschlussig verbunden sxnd. 

48. Verbindungsanordnung nach Anspruch 47, 

dadurch gekennzeichnet , 
daS der Versteifungsrahmen (53) auSenrandsextxg des Moduls 
( 514) angeordnet ist und eine im wesentlichen quadratxsche 
oder rechteckige Form aufweist. 

49. verbindungsanordnung nach Anspruch 47 oder 48, 
dadurch gekennzeichnet , 

daS der Versteifungsrahmen (53) seitliche Vorsprunge oder 
Rastnasen aufweist, die mit an Seitenwanden der Ausnehmung 
(511) befindlichen Rucksprungen oder Nuten zusammenwxrken . 

50 verbindungsanordnung nach einem der Anspruche 47 bis 49, 
dadurch gekennzeichnet , 

daS die cegenkontaktflachen (513) in den Seitenf lachen 
der Ausnehmung (511) befindlich sind und Vorsprunge oder 
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Rastnasen aufweisen, die mit korrespondierenden Ausneh- 
mungen im Versteifungsrahmen (33) zusammenwirken . 

51. Verbindungsanordnung nach einem der Anspruche 47 bis 49, 
5 dadurch gekennzeichnet . 

daft der Versteifungsrahmen (53) integral mit einem Chip- 
trager (51) ausgebildet ist, wobei die voneinander iso- 
lierten Kontaktf lachen des Verbindungsrahmens (53) mit 
jeweiligen Chipkontakten oder Bondf lachen in Verbindung 
10 stehen. 



WO 97/34247 



1/5 



PCT/EP97/01256 




ERSATZBLATT (REGEL 26) 



WO 97/34247 



2/5 



PCT/EP97/01256 




WO 97/34247 



Fig. 5 
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Fig 12 



